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La invención ee refiere a un procedimiento para la 

fabricación da componentes electromagnéticos, especialmente de 

bobinas con un arrollamiento y un núcleo de hierro en láminas, 

cuyas chapas recubiertas de un material andurecible, se unen des­

pués de la estampación da una banda de chapa, formándose paquetes,
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En un procedimiento Uu sste o i ano uononJdo por Aa GH-PP 7'PA 2h ), 

loa paquetea de chapa tienen qua-somatarse a un tratamiento térmico de ho­

ra y media a 190B C; por tanto dé este modo no as posible formando paque­

tes da chapa en el transcurso del recorrido de transporte, las chapas su- 

ninistrad&s a gran velocidad por una estampa y transportadas.

En otro conocido procedimiento las chapas estampadas se presio­

nan por la estampa a un canal correspondientemente conformado y como pila 

de chapas se sigue moviendo con cada paso de trabajo an un espesor de cha­

pa; sobra esta pila de chapas desplazado hacia adelanta por la estampa se 

instila luego una resina de endurecimiento rápido que en el siguiente mo-, 

vimiento da la pila se endurece por una zona de calenfacción. Mo obstante 

la longitud da la zona de ealefacción, al tratarse de máquinas estampado­

ras de marcha rápida, tenia que suponer variós metros, lo cual significa 

un coste demasiado altó en.medios de fabricación y en energía a causa de 

la alta temperatura da endurecimiento; edemas de ésto se producen difi­

cultades al cortar a longitud los distilos paquetes de chapa da la pila 

y perturbaciones del servicio por la resina remolcada. La invención se fun­

damenta por tanto en el cometido da redutir el coate de la instalación y d! 

energía, así como da facilitar la séparmión de los distintos paquetes de 

chapa de la pila, an un procedimiento de la clase mencionada al principio.

La solución segdn la invención de este cometido está caracte­

rizada porque al Material es una resina ndhasiva que a una temperatura in­

termedia más elevada, pero que se halla por debajo da la temperatura de 

endurecimiento, su ablanda cómo un adhet-vo fundible, y al enfriarse se 

lifica de nuevo,'y porque las chapas estampadas a partir de la banda da 

chapa se transportan como pila por una zona de calefacción para al calenta­

miento a la temperatura intermedia y luego por una zona de enfriamiento, y 

porque se separan de la pila paquetes de longitud determinada y so montan 

con un arrollamiento formado componentes, y porque los componentes se so-
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matan finalmente a un tratamiento tármico en ai qua la resina adhesiva se 

endurece a la temperatura de endurecimiento.

Durante al calentamiento del componente a temperatura de en­

durecimiento sa suprima án verdad transitoriamente la fuerza de unión de ie 

resina.adhesiva; áato no es sin embargo desventajoso porque laa ohaías en 

este instante aa sujetan ya de otro modo oor fuerza, por forma o por mate­

rial. Es especialmente ventajoso sujetar los paquetea de chapa con arrolla­

miento mediante una carcasa da chapa de doa piezas cerrada por abordaado.

La resina adhesiva necesita alcanzar silo por corto tiempo au 

temperatura da ablandamiento, ya que en Ir invención no se trata de un pro­

ceso de endurecimiento ainó silo de una fvsión con siguiente enfriamiento.

La zona da.calefacción púada por consiguiente estar desarrollada extremada­

mente oorta; an un ejemplo de ejecución bastarin ya 20 cm. Por esta mqtivo 

y tambián a causa da la temperatura intermedia verdaderamente baja de apro]- 

ximadamente 80BC., aa tambián muy bajo el conaumo de energía.

Ya que al sacado de la resina adhaaiva aS basa an su fusión y 

al siguiente enfriamiento a una temperatura da solidicaciin y.no an un pro­

ceso de endurecimiento, y además la temperatura de endurecimiento aa halla 

generalmente aólo muy poco por debajo de la temperatura da fusión, ee puede 

ealir adelanta tambián con una corta zona de enfriamiento de por ejemplo 

80 cm. Sólo en asta zona tiana qua cuidarse da una contrapreeión correspon­

diente; para ello baata conducir ligeramente hacia arriba la pila de chapas 

estampadas y aprovechar aai eu fuerza de gravedad propia qua actúa an con­

tra dal avance da la máquina, o ai aá quiera conducir horizontal la pila, ! 

frenarla detrás de la zona de calefacción mediante campos magnóticoa que 

actúan lateralmente sobre la pila.

Sin medidas espaciales están pagados unas oon otras todas las 

chapas qua vienen saliendo da la zona de enfriamiento, de manera que sa proj- 

duca un paquete de longitud sinfín. De áste pueden cortarse sin embargo loa 

distintos paquetea de longitud deseada mediante un punzón que se gobierna ppr
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un dispositivo da medición para la longitud deseada y presiona al paquete 

u aapsrar a travás cié un escalón situado debajo. En áatd se dispondrá al 

punzón desplazado detrás del escalón en más da) espesor da la chapa, estan­

do preferentemente chaflanado este escalón en el lado delantero en sentido 

de avanea; mediante ello se puede evitar con seguridad una compresión de ln 

chapa.

Un modo todavía más sencillo de formar paquetes de chapa de la 

longitud deseada, consiste en dejar libre da resina adhesiva franjas da la 

banda de chapa situadas a determinada separación una de otra, bien sea no 

aplicado absolutamente resina adhesiva o 3limando da nuevo en astou lugarau 

la resina adhesiva ya aplicada. En tanto estas franjas sean sólo inensenci; ti­

mante más anchas que una chapa no se producen ios correspondientes lugares 
' '

de la pila ninguna sujeción con la respectiva chapa siguiente. Incluso cuan-, 

do las franjas no recubiertas con resina adhesiva sean algo más estrechas 

que la chapa estampada, puede conseguirse una fácil separación de ios pa- 

quetes ligeramente sujetos, por ejemplo debido a que los paquetes se empu­

jan a travás de un escalón más bajo y ae desprenden automáticamente por su 

propio peso.

Mediante al recubrimiento de la banda de chapa antee de la es­

tampación, pueda lograrse la adicional ventaja de un mayor tiempo de du­

ración de la herramiento de estampación, si ae emplea un a resina adhesiva 

con contenido de talco, que presenta entonces cualidades lubricantes.

En la fabricación de algunos paquetes da chapa con sección 

transversal especialmente crítica, por ejemplo de aquellos que constan da 

tiras de chapa estrechas para la fabricación da bobinas con sección trans­

versal en E/1, pueden tener lugar en el transcurso del procedimiento dé fa-- 

bricación automático o manual, indeseado? lugares da rotura, para svitar 

sn ásto qua ae caigan separándose las partes pertenecientes a un paquete, 

puede aplicarse par laminación en la zons- de calefacción continuamente so- 

' bre la pila una lámina recubierta con resina.adhesiva por ejemplo de papal,
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qua sa ocupa da una aujacción aufíctfnta atín cuando Ja unión antr^ dea 

chapan no aaa auficianta.

Al emplearas bandaa da chapa racubiartas anteriormente con ra- 

aina adhesiva, aa produce otra ventaja an la térmica da fabricación. Mien­

tras qua hasta ahora, por ejemplo al tratarse de bobinas eléctricas con un¿ 

determinada construcción, ara necesario sumergirlas antes dal endurecimien­

to definitivo dos veces sucesivas en paso continuo an una resina dd impragna- 

-dón, pueda salirse ahora adelante con una sencilla impregnación por inmar^ 

tión con una reaina de impregnación de viscosidad algo más alta, ya que 

ías separaciones capilares entre las distintas chapas del nócleo están ya 

llenas (por la resina adhesiva).

En tanto aaa necesaria una impregnación de todo el componente, 

la resina adhesiva y la resina de impregnación contendrán preferentemente 

la misma reaina básica, especialmente una resina de poliaster; la resina 

adhesiva entra Isa chapea forma entonces con la resina de impregnación una 

sujeción especialmente homogénea. En especial deberían ser endureciblás amtas 

"asinas an al mismo campo de temperatura.

El enduracador adicionado a la resina adhesiva y/o a ía resina 

Ja impregnación está aujetado da manera qua no es todavía eficaz a la tempe­

ratura intermedia, pero que ninguna da ambas resinas es ya ablandable des­

pués del siguiente endurecimiento. Esto as especialmente importante en lo 

referente a la resina adhesiva, ya que por ejemplo en las bobinas eléctri­

cas que sa emplean como aparatos adiciónalas para lámparas da descarga, 

puedan conseguirse temperaturas da servicio da más de 2000C. Por este mo­

tiva no son por tanto empleadlas los adhesivos fundibles fabricados espa­

cial manta sobra la basa de poliamidas, como los que ae utilizan para la 

fabricación de bobinas sin cuerpo a partir da alambras recubiertos con asttjs 

adhesivos fundibles (alambras lacados en horno). Talas adhesivos fundibles 

pueden licuarse concretamente tantas veces como se quiera, de manera que 

no pueda conseguirse un perfecto llenado da los espacios huecos que no da-
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ba variar con laa ccndicionas de servicio.

- N O T A  -

Descrita '!uficinnteme:ite )n naturaleza del invento, BS.f como 

la manera da realizarea en la práctica, daba hacerse constar que la-: dis­

posiciones anteriormente indicadas con susceptibles da modificacionas da 

dotalle an cuanto no altaran su principio fundamental* También sa haca cons­

tar qua el invento corresponde a una solicitud de patenta presentada en 

Alemania, bajo el númaro P 24 46 693.1 da fecha 30 da Septiembre de 1974, 

acogiéndose por lo tanto a loa beneficios qua-conoadan los Convenios Inter­

nacionales en vigor, siendo lo que constituye la esencia dal reféridó in­

venta y por lo que se solicita una Patente dé Invención por 20 en España, 

sobra: PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE COMPONENTES ELECTROMAGNETICOS, 

caracterizándose por lo siguiente:

1. - Procedimiento pararla fabricación da componentes electromag- 

nóticos, especialmente de bobinas pon un arrollamiento y un núcleo de hierro 

en láminas, cuyas chapas recubiertas da un material endurecibla, se unen 

deapuás de la estampación una banda de chapa, formándose paquetes, median­

te un tratamiento térmico, caracterizado porque al material es una resina 

adhesiva qué a una temperatura intérmadia más elevada, pero qua se halla por 

debajo de la temperatura de endurecimiento, sa ablanda como un adhesivo 

fundible, y al enfriarse sa solidifica do nuevo, y porque las chapas estampa 

-tas a partir de la banda de chapa se tronsportan como pila por una zona

de calefacción para el calentamiento a ln temperatura intermedia y luego 

por una zona de enfriamiento, y porque su separan da la pila paquetes dB 

longitud determinada y se montan con un ncrollamientc formando componentes, 

y porque los componentes se someten finalmente a un tratamiento térmico 

en el que la resina adhesiva sa endurece a la temperatura de endurecimiento.

2. - Procedimiento según la reivindicación 1,' caracterizado por­

que los componentes una vez montados y antes del endurecimiento de la re­

sina adhesiva, se impregnan con una resida de impregnación que sa endurece
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asímismo durante al endurecimiento da la resina adhesiva.

3. - Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado por- ¡ 

que ae dejan libree o aa liberan da resina sintética franjas de la banda

de chapa situadas a determinada separación una da otra, de manera que dea- 

puós de la estampación se producen paquetes de chapa sucesivos, no coharen- 

tas, de longitud determinada.

4. - Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, caracteriza­

do porque mediante un escalón de la pila pegada continua, se cortar- pa­

quetes da chapa de la lopgitud deseada.

5. - Procedimiento según la reivindicación 4, caracterizado 

porque an la zona da calefacción ae aplica por la laminación sobre un la- 

uo da la pila una lámina ziacubiarta con la resina adhesiva.

6. - Procedimiento aegún una da las reivindicaciones 2 a S, ca­

racterizado porque-la resina adhaaiva para pegar las chapas y la rasina

da impregnación contienen la misma resina básica, especialmente una reaina 

de polieater y un andureeador qua no ae todavía eficaz e la temperatura 

intermedia.

7. - Procedimiento para la fat-'icación da componentes alectro- 

nagnáticos, tal y como queda sustancialmanta descrito en la presante me­

noría.

Esta Memoria consta de siete hojas eacritae a máquina por una

sola cara.

Madrid ^ ̂
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